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科技简报

清华大学科研院编印                  增刊（1）                 2004年1月5日
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2003年涉外科研合作项目情况通报

2003年度我校在全面建设综合性、研究型、开放式世界一流大学目标的指引下，涉外科研合作又有了实质性的提高。2003年新签项目数181项，比2002年增加47项；合同额1.48亿人民币，比2002年增加3000万元人民币；合同到款额7423万元人民币，比2002年增加2700万元人民币；2003年设备捐赠有所下降，现金折合为90万元人民币（见表1）；2003年度我校各院系涉外科技合作情况见统计总表（表4）。

本年度学校各系项目数排名前3位的是：计算机系29项，电子系21项，自动化系16项；合同到款额排名前3位的为：热能系1724万元人民币，电子系927万元人民币，计算机系889万元人民币。

本年度我校重点抓了大项目、跨学科及交叉学科项目的组织与管理工作，主要有以下三个方面： 


1．加强涉外联合研发机构的管理。2003年新成立涉外联合研发机构9个（见表2），涉及领域有机械、通讯、交通、能源、材料、水利等，其中跨学科和交叉学科的机构有3个，合作期限一般为3~5年。新签机构的总合同额达6176万元人民币，占2003年总合同额的41 %。2003年续签的涉外联合研发机构有6个，多为通讯领域。


2．积极组织申报国家设立的国际合作重大项目。国际科技合作重大项目是科技部为支持双边或多边政府间的科技合作而设立的。本年度我校重点组织申报了由科技部立项的14项，其中3项获批准，批准金额为95万元人民币，分别为核研院张佑杰副教授和白俄罗斯科学院科技中心放射性物理化学研究所合作的项目“核热电联供站沸腾及稳定性研究”、建设管理系方东平教授和澳大利亚新南威尔士大学合作的项目“大型建设项目的安全与环境风险管理技术——针对2008年北京奥运设施建设风险管理的应用研究”及精仪系王伯雄教授和德国亚琛大学合作的项目“基于自动检测规划和多传感器测量方法的集成质量保证系统的研究”。此外，政府间合作的项目还有意大利国土局通过科技部立项的“环境系楼”项目1亿元人民币，现第一笔款340万设计费已到位。


3．积极参与国际重大项目合作，如欧盟第六框架计划等。欧盟第六框架计划（2002~2006年）是目前世界上最大的官方科技计划之一，具有水平高、涉及领域广、投资力度大、参与国家多等特点，欧盟总投入175亿欧元，涉及生命与生物技术、信息技术、纳米与智能材料技术、航空航天、食品质量安全和可持续发展等领域。我校本年度参与并得到科技部资助的有两项，分别是计算机系周立柱的“超等语义搜索引擎”和热能系李定凯的“提高中国化石燃料电厂效率和减少其环境影响”。


在欧盟科技合作框架亚洲生态计划特别重大计划中，我校本年度共承担两项，分别是建筑系江亿院士和荷兰合作的项目“在中国推行节能建筑”及水利系王忠静教授和瑞典德隆大学合作的“绿洲——水圈——沙漠相互作用对区域宏观经济影响研究”。


此外，我校还邀请到意大利国家新技术、能源与环境委员会主席、诺贝尔奖获得者C.Rubbia分别于2003年的2月12日和11月14日两次来清华做了有关能源的演讲，题目是 “全球能源发展未来”和“太阳能热发电系统的开发情况”。

本年度我校超过500万元人民币的大项目共有10项，合同额共计7500万元人民币（见表3）。


表1         2002年度和2003年度涉外科技合作数据表
	年度
	正在执行的项目数
	到款总额

（万元人民币）
	新签项目数
	新签合同额

（万元人民币）
	捐赠实到金额

（万元人民币）

	2002
	155
	4724.49
	134
	11810.87
	136232.9

	2003
	180
	7423.05
	181
	14872.59
	90


表2         2003年新建立的涉外联合研发机构

	序号
	院系名
	负责人
	项 目 名 称
	合同金额

（万人民币）
	签 约 方
	国别

	1
	水利系
	金峰
	清华－前田（岗村）先进建设技术研究中心
	500
	前田建设工业株式会社
	日本

	2
	热能系
	袁新
	清华－三菱重工研发中心
	770
	日本三菱重工
	日本

	3
	汽车系
	宋健
	清华－日绵汽车技术研究所
	826
	日本日绵股份公司
	日本

	4
	电机系
	董新洲
	清华－阿尔斯通继电保护与控制研究中心
	644
	英国阿尔斯通公司（Alstom）
	英国

	5
	计算机系
	郑纬民
	清华大学、惠普、英特尔高性能计算联合实验室
	850
	HP、Intel
	美国

	6
	自动化系
	张毅
	清华－IBM联合技术中心（培训）
	0
	美国IBM公司
	美国

	7
	力学系
	符松
	清华-通用电气推进与动力技术研究中心
	960.48
	美国通用电气航空发动机公司
	美国

	8
	力学系
	过增元
	清华－大金R&D中心
	826
	日本大金工业株式会社
	日本

	9
	基础工业培训中心
	李鸿儒
	清华－伟创立SMT实验室
	800
	美国伟创力公司
	美国


表3         2003年合同额过500万元人民币的项目

	序号
	院系名
	负责人
	项目名称
	合同金额

（万人民币）
	签约方
	国别

	1
	水利系
	金峰
	清华－前田（岗村）先进建设技术研究中心
	500
	前田建设工业株式会社
	日本

	2
	热能系
	袁新
	清华－三菱重工研发中心
	770
	日本三菱重工
	日本

	3
	汽车系
	宋健
	清华－日绵汽车技术研究所
	826
	日本日绵股份公司
	日本

	4
	电机系
	董新洲
	清华－阿尔斯通继电保护与控制研究中心
	644
	英国阿尔斯通公司（Alstom）
	英国

	5
	计算机系
	郑纬民
	清华大学、惠普、英特尔高性能计算联合实验室
	850
	HP、Intel
	美国

	6
	力学系
	符松
	清华-通用电气推进与动力技术研究中心第一年的四个项目
	960.48
	美国通用电气航空发动机公司
	美国

	7
	力学系
	过增元
	清华－大金R&D中心
	826
	日本大金工业株式会社
	日本

	8
	物理系
	曹必松
	高温超导滤波器系统现场中试计划
	500
	伟清科技有限公司
	香港

	9
	微电子所
	许军
	向清华大学捐赠半导体材料外延设备
	826
	应用材料公司
	美国

	10
	基础工业培训中心
	李鸿儒
	清华－伟创立SMT实验室
	800
	美国伟创力公司
	美国


表4             2003年涉外科技合作统计表

	院/系别
	2003年正在执行的项目数
	2003年到款总额（万元人民币）
	2003年项目数
	2003年合同额（万元人民币）
	捐赠实到金额（万元人民币）

	建筑学院
	3
	68.47
	3
	84.55
	

	土木系
	2
	69.77
	0
	0.00
	

	水利系
	8
	260.93
	8
	750.32
	

	环境系
	9
	201.79
	15
	726.16
	

	机械系
	6
	104.25
	8
	76.89
	

	精仪系
	6
	175.80
	5
	114.78
	

	热能系
	13
	1724.10
	12
	1468.04
	

	汽车系
	3
	48.51
	3
	863.85
	

	工业工程系
	3
	84.62
	2
	247.80
	

	电机系
	13
	364.07
	12
	802.21
	

	电子系
	18
	927.43
	21
	2221.01
	

	计算机系
	30
	888.80
	29
	1825.30
	

	自动化系
	11
	215.15
	16
	377.69
	

	工物系
	2
	57.87
	0
	0.00
	

	力学系
	10
	537.53
	15
	1948.42
	

	化工系
	8
	173.65
	5
	151.55
	

	材料系
	4
	53.14
	4
	88.26
	

	物理系
	2
	382.49
	1
	500.00
	

	化学系
	5
	88.30
	2
	48.72
	

	生物系
	5
	110.67
	1
	10.00
	

	经管学院
	4
	42.63
	2
	22.52
	

	公共管理学院
	1
	41.30
	1
	41.30
	

	人文学院
	3
	50.50
	3
	50.50
	

	法学院
	1
	9.09
	1
	16.52
	

	体育部
	0
	0.00
	1
	30.00
	

	建管系
	1
	10.00
	2
	48.56
	

	核研院
	5
	660.00
	2
	43.60
	

	微电子所
	2
	39.00
	2
	956.00
	

	网络中心
	1
	21.80
	0
	0.00
	

	医学院
	1
	11.40
	3
	226.03
	90

	其它
	0
	0.00
	2
	1132.00
	

	总  计
	180
	7423.05
	181
	14872.59
	90


注：未经许可  不得转载

报送发：本校正、副书记、正、副校长、三长、校长助理；校学术委员会正、副主任；各有关部处、各院院长、各系系主任、主管科研副院长、副系主任及业务办公室、科研办公室。
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� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








_977754044.doc
[image: image1.png]






_977297347.doc
[image: image1.png]






